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Die Viscom AG entwickelt, fertigt und vertreibt hochwertige 
Inspektionssysteme. Das Portfolio umfasst die komplette 
Bandbreite der optischen Inspektion und Röntgenprüfung.  
Das neue automatische 3D-Inspektionssystem X7056-II 
basiert auf zukunftsweisender Röntgentechnik und vereint 
extrem schnelles Handling mit hervorragender Prüftiefe, um 
selbst verdeckte Bauteile und Lötstellen sowie Materialfehler 
zu identifizieren.

Weitere Informationen: 

www.viscom.com
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